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1.1 团队介绍
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赵康

▪ 拔尖人才教授，博/硕导，团队负责人
▪ 国家级高层次人才计划获得者
▪ 北京市高端领军人才研究员
▪ 主持国家重点研发、国防科技、国自然等项目
▪ 曾任AMD/Xilinx北京研发中心主任，主导Vitis 

HLS综合产品团队
▪ 曾任英特尔中国研究院高级研究员、清华大学
计算机系助理研究员、早稻田大学访问学者

▪ 牵头获得中国发明协会发明创业奖一等奖
▪ 近五年发表论文30余篇，获DAC最佳论文候选
▪ 研究方向：体系结构、编译优化、电子设计自
动化等

交
叉
合
作

北邮校内合作 外部合作

团
队
教
师

翟建旺

▪ 副教授，硕导

▪ 主持国防科技、国自然、北自然等项目，参

与国家重点研发、国自然重点等项目

▪ 在TCAD、TCAS-I/II、DAC、ICCAD、ICLR

等发表论文50余篇，第一/通讯作者30余篇

▪ 荣获 ICCAD'21 最佳论文奖、ASPDAC'23

及GLSVLSI'25最佳论文奖提名、DAC'25最

佳论文候选、EDA2 最佳博士论文奖等

▪ 指导学生获得全国性专业赛事荣誉30余项，

以及北自然本科生“启研”计划项目 5 项

▪ 研究方向：人工智能辅助电子设计自动化

计算机院 计算机院 人工智能院



1.2 团队方向
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AI芯片及软件栈

智能EDA工具链

⚫ AI芯片及异构加速器敏捷设计

⚫ LLM Agent驱动的 RTL 设计与仿真验证

⚫ 面向AI芯片的编译器/算子库/软件栈 (AI infra)

⚫ 芯片设计空间智能探索

⚫ 高层次与逻辑综合

⚫ 物理设计验证（布图/布局EMIR等）

⚫ LLM Agent驱动的EDA工具链

2.5D/3D集成芯片

⚫ 异构集成架构建模仿真与设计优化

⚫ 2.5D/3D设计方法与EDA工具

主要解决：

“怎么利用AI更好地设计芯片”

“怎么面向AI更好地利用芯片”



1.3 团队学生
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年份 学校 人数 专业

2023级
(共4人)

西安电子科技大学 1 计算机科学与技术

北京科技大学 1 计算机科学与技术

北京工业大学 1 软件工程 (实验班)

大连海事大学 1 电子信息工程

北方工业大学 1 电子信息工程

2024级
(共13人)

北京邮电大学 5 计、电子、理、数媒

天津大学 1 电子信息工程

西安电子科技大学 3 计算机、软工、信安

北京科技大学 1 计算机科学与技术

河北工业大学 1 物联网工程

西南交通大学 1 计算机科学与技术

杭州电子科技大学 1 计算机科学与技术

年份 学校 人数 专业

2025级
(共15人)

北京邮电大学 6 计×3、信息×2、邮政

天津大学 1 电子科学与技术

武汉理工、中石油、
北工大、华南师范、

南邮
5 计×3、信息、集成

北信科、长春理工、
河北师范

3 计算机×2、软件

2026级
(共13人)

北京邮电大学 4 计元、计、AI、通

清华大学 1 数学

武汉理工、中石油、
华南师范

3 计、软、电子信息

南邮、公安大学、宁
波大学

4 计、网安、集成

中北大学 1 电子信息工程

◼ 截止目前，团队共有博士生 9 人、硕士生 37 人 (26届毕业生3人)；

◼ 主要生源：北京邮电大学、清华大学、天津大学、西安电子科技大学等双一流高校（87%）；

◼ 专业分布：70% 为计算机类专业；30% 为电子类专业；

◼ 保研/考研：78% 为保研，22% 为考研。
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2.1 AI产业蛋糕
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2.2 芯片发展趋势

贯穿器件、电路、芯片到系统层面的多

层级协同优化，实现“时间缩微”
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2.3 挑战与趋势

集成电路逼近物理极限，百亿晶体管设计复杂度指数级增长

“规模爆炸增长”

➢ 新架构、新器件、新需求

➢ 传统流程面临失效风险

➢ 芯片规模10年增长50倍

➢ EDA能力与设计需求差距极大

➢ 串行分立流程、信息难以流通

➢ 开发效率受限，陷入局部优化

“流程分立冗长” “全新设计需求”

（a）集成电路及EDA生产力趋势 （b）层次化单向设计流程 （c）新型3D堆叠电路

「困境」：芯片设计发展面临瓶颈，亟需方法革新，重塑设计范式
9



2.4 研究思路

横向：算法优化空间

纵向：指标评估方差
横：算法优化空间

纵：指标评估方差

迭代少迭代多

架构设计

RTL设计

版图
电路

版图

架构设计

RTL设计

逻辑

电路
逻辑

. .

Chip4AI：利用AI芯片与AI Infra推动大规模AI落地应用

AI4Chip：利用AI技术实现大规模芯片的智能设计与优化

研究思路

范式转变

问题1：AI芯片设计与应用困难

AI加速器

方向1：AI芯片与软件栈

问题2：传统EDA工具效率墙

方向2：智能EDA工具链

问题3：异构集成芯片设计工具缺失

方向3：2.5D/3D集成芯片

设计探索 物理设计

异构架构 建模/探索 设计方法

综合优化

智能设计验证 AI Infra

「破局」：利用AI 技术实现AI 芯片高效率、高质量设计与应用
10



2.5 科研成果

◼ 发表TCAD、TCAS-I/II、DAC、ICLR、AAAI等CCF/SCI/EI论文 50余 篇，年均20余篇；

◼ 实现北邮在 EDA 领域顶刊顶会的全面突破，荣获四大顶会其中之三的最佳论文奖/提名/候选；

◼ 申请发明专利 近20 项，其中已授权专利 10余项；

◼ 技术成果落地头部企业，牵头荣获中国发明协会发明创业创新奖一等奖。
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类型 名称 数量

期刊

TCAD 3

TCAS-I、TCAS-II 2

TRETS、TODAES、TVLSI 6

J-CRAD 1

会议

DAC、ICLR、AAAI 9

ICCAD、DATE 10

ASP-DAC、ISPD 7

GLSVLSI、ISCAS 8

ISEDA、ICICM 5
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3.1 招生专业
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• 计算机体系架构
• 编译优化
• AI 及算法设计
• Coding能力

• 电路基础
• 数字芯片设计与验证
• EDA算法与工具链

技术栈

电子信息

计算机

集成电路

人工智能

主要专业



3.2 基本技能
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计算机

电子
人工
智能

AI&
Chip

◼懂编程：数据结构、C++、
Python、算法设计与分析

◼了解电路：数电、
EDA、Verilog/VHDL等

◼了解AI：机器学习、
神经网络、LLM/Agnet
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4.1 学生培养

◼ 团队研究生人均高水平论文，斩获国家奖学金、优秀学位论文、优秀研究生/毕业生等荣誉多项；

◼ 指导本科生获批北自然启研项目 5 项、大创多项；一作论文10余篇、国际会议最佳论文提名。

◼ 中国研究生创芯大赛·EDA精英挑战赛菁英杯、全国大学生集创赛一等奖等竞赛荣誉 30 余项；

◼ 荣获北邮人工智能赋能未来教育标杆、教学成果一/二等奖。

16

类型 赛事名称 获得荣誉

EDA精英
挑战赛

2025年EDA精英挑战赛
全国总决赛一等奖1项（赛题第一）、二等奖1项、三等奖1项、

获评优秀指导教师、精心育人奖

2024年EDA精英挑战赛
全国总决赛菁英杯1项（赛题第一）、一等奖1项、三等奖1项、

企业特别奖1项、学术进取奖2项、获评优秀指导教师

2023年EDA精英挑战赛 全国总决赛一等奖1项、三等奖1项、企业特别奖1项、获评优秀指导教师

其他竞赛

2025年全国大学生集创赛
全国总决赛一等奖1项、三等奖1项、华北赛区一等奖2项、

获评优秀指导教师

2024年研究生创芯大赛 赛题专项二等奖1项

2025年芯粒大赛 决赛二等奖1项

2024年芯粒大赛 决赛一等奖1项（赛题第一）、二等奖1项、三等奖1项

2024年ICT大赛 总决赛三等奖1项

2025LLM4EDA大赛 决赛一等奖（赛题第一）

2025年“雨燕杯”创业大赛 总决赛优秀奖



4.2 毕业去向
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企业就业推荐

• 芯片类：华为海思、阿里、寒武纪等；

• EDA类：华大九天、合见工软等；

• AI及软件类：腾讯、字节、阿里等。

• 良好的软硬件交叉背景及项目经历。

境内外继续深造

• 港中文、港科、UCLA、UCSD等

• 清华、北大、上交、复旦等

• 团队良好的科研产出有力支撑继续深造



4.3 往届学生
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企业就业

• 26届硕士：

华大九天、合见工软 (均有华为或互联网高薪offer)；阿里巴巴 (共同指导)；

• 27届硕士 (前往实习)：

腾讯、华为、原粒等 (AI infra)；字节、京东等 (算法/软件); 华大等 (EDA)

继续深造

• 2025届博士：港中文博士后 (共同指导) ；

• 2026届硕士：本组、港科 (广州) 读博；

• 本科生：北大、上交、复旦、北邮等
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保研：尽快联系！7-8月份

欢迎大家报名！

联系方式:  zhaokang@bupt.edu.cn

zhaijw@bupt.edu.cn

团队网站：https://zhaokang-lab.github.io/

https://zhaijw18.github.io/


